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OBJETIVOS GENERALES

Entender los fundamentos de los materiales utilizados en la tecnologia microelectronica y las técnicas de
fabricacion de componentes. Desarrollo de las diferentes tecnologias y procesos tecnoldgicos.

Criterios de eleccién de materiales y tecnologias, asi como el estudio de la fiabilidad de los mismos. Evaluacion de
la fiabilidad de fabricacion de circuitos integrados.

PROGRAMA )

Tema 1.- INTRODUCCION.

Introduccién a las tecnologias de integracion de componentes, circuitos, sistemas electrénicos y materiales
semicondutores utilizados. Introduccién a los materiales optoelectrénicos. Ejercicios y problemas.

Tema 2.- CIRCUITOS IMPRESOS. )

Introduccién. Tipos de circuitos impresos. Disefio de circuitos impresos. Utiles. Procesos de realizacién. Ejemplos
de realizacion de circuitos impresos. Ejercicios.

Tema 3.- CIRCUITOS INTEGRADOS HIBRIDOS DE CAPA GRUESA.

Introduccién. Diserio de circuitos hibridos de capa gruesa. Materiales. Proceso serigréafico. Procesos térmicos.
Proceso de ajuste. Posicionado y fijacion de componentes. Técnicas de soldadura. Proteccion y encapsulado.
Pruebas finales. Ejercicios. ]

Tema 4.- CIRCUITOS INTEGRADOS HIBRIDOS DE CAPA FINA.

Capas delgadas : propiedades generales, materiales, substratos. Técnicas de deposicion de capas delgadas:
Evaporacion al vacio, pulverizacion catédica, asistido por iones, plasma. Circuitos integrados hibridos de capa fina.
Proteccion, encapsulado y tests de circuitos hibridos de capa fina. Aplicaciones de los circuitos hibridos de capa
fina.

Tema 5.- CIRCUITOS INTEGRADOS MONOLITICOS.

Introduccién. Substratos y su preparacion. Litografia: éptica, electrénica y de rayos X. Crecimiento y/o deposicién de
capas dieléctricas. Difusién térmica. Oxidacion térmica. Crecimiento epitaxial. Implantacion i6nica. Grabados secos
y humedos. Metalizacion. Técnicas de proteccion y encapsulado. Fabricacidon de dispositivos y circuitos integrados.
Técnicas de caracterizacion. Simulacion de procesos. Ejercicios.

Tema 6.- CARACTERIZACION DE PROCESOS TECNOLOGICOS.

Caracterizacion eléctrica de cuatro puntos. Caracterizacion por efecto Hall. Caracterizacién por union MIS,
caracterizacién Schokky. Caracterizacion éptica.

Tema 7.- CALIDAD Y FIABILIDAD DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS.

Introduccién. Calidad en la fabricacion de dispositivos y circuitos. Controles de calidad. Fiabilidad experimental y
previsional. Resumen, conclusiones y ejercicios. .

Tema 8.- PERSPECTIVA DE LA TECNOLOGIA MICROELECTRONICA.

Estudio prospectivo. Conclusiones finales.
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EVALUACION

La evaluacion es de tipo continuo y representa el 70% de la nota final. Esta consta de asistencia a trabajos
realizados en clase, la participacién en clases, ejercicios cortos y la realizacion de monografias. El otro 30%
representa la nota del examen final.
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